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Fihrende Expertise: WEISS Technik verbindet langjahrige Erfahrung in der
Umweltsimulation mit den Anforderungen moderner Halbleitertechnologien

STARKER TECHNOLOGISCHER PARTNER

Wir unterstiitzen unsere Kunden seit 70 Jahren in
der Umweltsimulation.

APPLIKATIONSORIENTIERTE ZUVERLASSIGKEITSPRUFUNGEN

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir
Losungen flr Halbleiterapplikationen.

ZUKUNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

Wir bringen unsere Expertise und unser Know-how
ein, um zukunftige Reliability-Prifungen
mitzugestalten.

WIR UNTERSTUTZEN ENTLANG
DER WERTSCHOPFUNGSKETTE

Design Validation
Testing (DVT)

Wafer Conditioning

Qualification Testing

Accelerated Life
Testing (ALT)

Environmental Stress
Screening (ESS)

Periodic Reliability
Evaluation (PRE)



Unsere Losungen

F&E

Prototypen,
Qualifikationen

Temperaturzyklen

Ganzheitliche Unterstlitzung: Applikationsorientierte Priflosungen begleiten

Sie von der Entwicklung bis zur Serienfertigung

Frontend

B

Reinraum

Wafer, Fertigung,

Backend

Packaging,
Assembly

Temperaturzyklen

Von der Idee bis zum zuverldssigen Produkt — alle Umgebungen. Uber die gesamte Wertschépfungskette

Temperaturzyklen

TempEvent High Temp. Operating Life Q Reduktion Waferwdlbung Q Burn-In
. Burn-In
Low/High Temp. Storage Run-In
. Temperatur-Feuchtigkeit- L
ClimeEvent Bias (THB) Temperatur & Feuchtigkeit
Temperatur-Schock-Test Temperatur-Schock-Test Temperatur-Schock-Test
ShockEvent (TsT) o = -
Transport & Vibration Transport & Vibration
ShakeEvent kombiniert mit Feuchtigkeit kombiniert mit Feuchtigkeit
Ofensysteme Q Wafer-Konditionierung Q Burn-In
Typische : - : i .
yp Hoc'hlelstungs sensorik & MEMS Leistungsbau PCBs & Steuergerite &
Anwendungen Logik elemente & -module Baugruppen Systeme



Fihrend in der Umweltsimulation: applikationsorientierte Losungen fir
anspruchsvolle Prifanforderungen

Anwendungsbeispiele Technologiekompetenz
Lésungen fiir Temperaturzyklus, -schock und -
e Kontaktierte Modular und Technologieorientiert

Priifaufbauten
E-=-  Flexible Kontaktierungs- und ) _
[T Kabel tk t Breites Portfolio
= abeélmanagementkonzeptie Ruhendes Von Reinraum bis
Prifgut Spezialanwendungen
Mechanische Stabilitat fir
sensible Priflingsaufbauten
Warme-

Flexible Integration
Von Standardlésungen
bis kundenspezifische

) Kompensation
Unterstlitzung hoher

Leistungsdichten und

Lésungen
thermischer Belastungen Kondensations-
vermeidung
Kondensationskontrolle Globaler Support
SECS/GEM durch Vor-Ort- oder

ili i Remote-Service
End-to-End Traceability Integration




Stabile DUT-Integration: Kontaktierungs- und Kabelmanagementkonzepte z--
ermoglichen komplexe Prifaufbauten mit sensiblen Schnittstellen =

Hohe Kabeldichten, empfindliche Signalleitungen sowie schwere Leistungs- und Hochstromkabel erfordern strukturierte
Kabelmanagementkonzepte zur Vermeidung von Signalstorungen, Kurzschlissen und instabilen Priifergebnissen.

NUTZEN LOSUNG

Stabile Signal- und
Leistungsintegration

Kerb- Flachkerb-
durchfiihrung durchfiihrung
Reproduzierbare
Prifumgebungen
Unterstitzung komplexer
Kabelaufbauten
Steckerfelder Fahrbare Tiir

Reduzierung von Signal-
storungen und Kurzschliissen



Hohe Priflingsdichten und stabile Kontaktierungen: Modulare Rack-
Rickwand mit ruhendem Pruifgut flr reproduzierbare Prifungen

Kontaktierte Priflingsaufbauten stellen hohe Anforderungen an mechanisch stabile Priifumgebungen ohne bewegten Prifraum.

NUTZEN LOSUNG

Hohe Priiflingsdichte

Einfacher Priifgutwechsel
Leichte Aufspann-
moglichkeiten & individuell

o . @ o
Stabile Kontaktierung bestiickbare Boards
.—
. . . Doppelseitige
Reproduzierbare Prufbedingungen . e Ty e

Nutzung der gesamten
Temperierflache

Schneller und leichter

Priiflingswechsel I . )
E— Kein bewegter Priifraum —
flir maximale Stabilitat &
M- Schonung des Priifguts
-'@'— Praxisnahe Warmezu- und -abfuhr

Temperaturkopplung

Geeignet fiir kontaktierte Priifungen wie dquh Warmele'u.mg
zwischen Temperierplatte

Burn-in, Run-in, funktionale und DUT-Grundplatte

Temperaturpriifungen Rickseitige Abnehmbare Optimale
Integration Riickwand Raumnutzung



Thermisch stabil: Gezielte Warmeabfuhr und DUT-fokussiertes
Thermomanagement

Hohe Integrationsdichten und kompakte Bauformen kdnnen zu lokalen Hotspots und steigenden thermischen
Belastungen wahrend der Prifung flhren.

NUTZEN LOSUNGEN

o Stress Screener mit dem 0 Spezifische bauteilnahe
Kontrollierte Schnellabkiihler Lésung mit DUT-Fokus
Wirmekompensation Flexible Temperaturfihrung angepasst Hohe Anderungsgeschwindigkeiten zur
an Luftstromung, Warmeleitfahigkeit Kompensation hoher Verlustleistungen
und thermisches Verhalten des DUTs.
Unterstitzung hoher
Leistungsdichten
......... Mehr parallele
E[m](m R N . g
Pruflinge moglich
Geeignet flr
leistungsintensive DUTs @
e S8 Bl G und Anderungs- Kompensation separate
High-Performance—Logic LT geschwindigkeiten A2 BT L von thermischen Temperierung von

Anwendungen. Kaltesystem zw. 10-30 K/min Energienutzung Tl s Hotspots Schrank und DUT



Schutz vor Kondensat: Prazise Feuchteregelung verhindert Kondensation
und sichert reproduzierbare Prifergebnisse

Schnelle Temperaturwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit fiihren zu Kondensatbildung. Kondensat beeintrachtigt
Prifergebnisse, kann Priiflinge beschadigen und verursacht ungeplante Ausfallzeiten.

o o o

Normkonforme Test —
Kein Abtropfen auf das

Prifgut
Entfeuchtung wahrend Druckluft- .
Ungeplante Aufheizoh trock Feuchtigkeitsmessung
Downtimes vermeiden uthe€izphase rockner
Fir Prafschranke mit Besonders Psychrometer oder kapazitive
Temperaturanderungs- geeignet fir Messung als Grundlage zur
Schutz des Priiflings vor geschwindigkeiten bis 4 K/min Temperaturen sicheren Regelung und
Beschadigungen und bis unter -50 °C Vermeidung von Kondensation

verkirzter Lebensdauer

e Besonders bei Langzeittests >1000 Stunden sind konstante Bedingungen prazise zu halten — fir reproduzierbare und
zuverlassige Prufergebnisse.



End-to-End Traceability: SECS/GEM ermoglicht eine durchgangige
Integration von Entwicklung, Produktion und Backend-Prifungen

SECS/GEM ist in der Fab etabliert — die Datendurchgangigkeit endet jedoch h&ufig an der Reinraumgrenze. Priifsysteme
bieten weiteres Automatisierungspotenzial.

NUTZEN LOSUNGEN

) Datenerfassung SECS/GEM Basis Baukasten Projektbasierte

SCJ5  Status, Prozess und Ergebnisse GEM200-Plattform bereits ab Werk GEM300-Lésung
Hartwarevorbereitung des Prifschranks kann Erweiterung flir hohere Automatisierung
unabhangig von der Freischaltung der Softwarefunktion und durchgangige Prozessintegration.

Riickverfolgbarkeit

Rezept-, DUT- und Prufdaten durchgefiihrt werden.

Hardware Software
Skalierbare Ausbaustufen
ey s . Automat. Turverriegelun MES-Anbindun
Upgradefahigkeit von GEM200 S .
auf GEM300
Barcode-/ RFID- Abruf von Prozessdaten
Schnittstelle & Datenexport
slo v" Synchronisation mit vor- und
: . = S Anlagenstatus 553 o y
SOftwaI’e ﬂeleeI naChrustbar 'l% e @\D Remote-Kommurnkahon nachgelagerten Prozessen
(((o))) SelEEi DT : v Priflings- und Lot-Tracking
. ) o Uberwachung Rezepteinstellungen
Fertigungsumgebungen und _ i i i
e g g . & & et L @ AIa.rmh|stor|e 5 el v Automatisierter Rezeptwechsel
vollstandig rickverfolgbare Fehlmeldungen Trail
Teilprozesse v Reduzierte Bedienereingriffe



lhr Ansprechpartner in Ihrem Gebiet
Deutschland

| AXEL MUHL

-;h«;&w

~—— || KARLGUENDEL

B JAN WEBER

jan.weber@weiss-technik.com
+49 1522 8277 668

karl.guendel@weiss-technik.com
+49 162 6802 753

BERND BUMMER

RALF HENSCHKE

bernd.bummer@weiss-technik.com
+49 172 6801 350

ralf.henschke@weiss-technik.com
+49 1511 6220 400

B PHiLPP LANG
B JOACHIM GRAGERT

philipp.lang@weiss-technik.com
+49 1511 6220 608

joachim.gragert@weiss-technik.com
+49 172 6868 233
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